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(57) Abstract

The invention concerns a method of coating a
base with a plasma-sprayed layer with a spray powder
contained in the molten state in the plasma. In the
proposed process, the powder is introduced via powder
feed ducts in the vicinity of the neutrode(s) or anode(s)
or between the two into a channel of a plasma spray
device, at least one arc being at least 20 mm in length
at least some of the time and the base to be coated
being a so-called continuous strip or large-surface unit
of at least 0.005 m2. The invention also concerns a o
device for coating a base, comprising a number of
plasma spray devices and at least one noise-protection 2
cabinet; the plasma spray devices each comprise at
least one neutrode and at least one anode for producing
an arc of at least 20 mm in length and for heating a
spray powder. The spray powder is introduced in the
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vicinity of the anode(s) or neutrode(s) and/or between the two, and the device is provided with a device for micro-roughing the article in

the form of a mechanical, physical or radiation micro-roughing unit.




(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers mit einer plasmagespritzten Schicht mittels eines im Plasma
aufgeschmolzenen Spritzpulvers, bei dem das Spritzpulver {iber Pulverzufihrungen im Bereich der Neutrode/Neutroden, im Bereich der
Anode/Anoden oder dazwischen in einen Kanal eines Plasmaspritzgerits eingebracht wird, bei dem mindestens ein Lichtbogen eine Linge
von mindestens 20 mm mindestens zeitweilig aufweist und bei dem der Grundkdrper ein sogenanntes Endlosband ist oder ein groBfliichiges
Format von mindestens 0,005 m2. Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkérpers, die mehrere
Plasmaspritzgertite und mindestens eine Lirmschutzkabine enthilt, bei der die Plasmaspritzgeriite jeweils mindestens eine Neutrode und
mindestens eine Anode zur Erzeugung eines Lichtbogens von mindestens 20 mm Linge und zur Erhitzung eines Spritzpulvers aufweisen,
bei der das Spritzpulver im Bereich der Anode/Anoden oder/und im Bereich der Neutrode/Neutroden oder/und dazwischen zugefithrt wird
und bei der die Vorrichtung eine Einrichtung zum Mikroaufrauhen des Grundkdrpers enthdlt, die eine Einrichtung zur mechanischen,
physikalischen oder strahlenden Mikroaufrauhung ist.
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Beschreibung

Thermisches Auftragsverfahren fir dinne keramische Schichten und

Vorrichtung zum Auftragen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten eines Grundkérpers mit
einer plasmagespritzten Schicht mittels eines im Plasma aufgeschmolzenen
Spritzpulvers, eine Vorrichtung, die mehrere Plasmaspritzgerdte und mindestens
eine Larmschutzkabine enthéalt, sowie die Verwendung des beschichteten

Grundkorpers.

Zur Auftrégung von keramischen Schichten sind Plasmaspritzverfahren bekannt,
bei denen Plasmaspritzgerédte mit einem instationdren Kurzlichtbogen verwendet
werden. Der Lichtbogen arbeitet hierbei oszillierend mit beispielsweise etwa
2000 Hz und kann FuBpunkte in einem Abstand von der Kathode in der
GréRenordnung von etwa 10 mm und 40 mm bilden. Ein auf diese Weise
erzeugter heiller Gasstrah!l wird zur additiven Aufbringung von pulverférmigen
Materialien auf Grundko6rpern im Sinne einer mechanischen Verklammerung
benutzt. Die Verfahren werden zum gréften Teil zur Beschichtung von
Einzelstliicken, die 2.T. auch gebindelt vorliegen kénnen, sowoh! in der Einzel-,
als auch in der Serienfertigung eingesetzt. Ferner ist aus DE-A-43 15 813 und
DE-A-42 10 900 bekannt, daR die Grundkodrper als rotationssymmetrische oder
auch als ebene Flachen mit Bewegungseinrichtungen wie z.B. Roboter
gleichmaRig mit Schichten von > 50 ym beschichtet werden kénnen.
Desweiteren ist aus DE-A-42 10 900 bekannt, daR die Warmeeinwirkung
besonders bei dinnen oder von der Masse kleinen Grundkérpern durch Kihilung
mit Druckluft oder flissigem Kohlendioxid zur Vermeidung von Form- und

Gefligednderungen des Grundkdérpers kompensiert werden muB.

DE-C2-41 05 407, DE-C1-41 05 408 und DE-GM 92 15 133 lehren

Plasmaspritzgeréte, die mehrere Kathoden, mehrere Neutroden und eine

ORIGINAL UNTERLAGEN
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ringférmige Anode aufweisen kénnen. EP-A-O 596 830 beschreibt ein
Plasmaspritzgerdt, bei dem das Spritzpulver entweder axial durch die Kathode
oder durch eine vor der Anode angebrachte Halterung in den Gasstrahl
eingebracht wird; hierbei wurde das Spritzpulver u.a. hinter der Anode in den
Gasstrahl eingebracht. DE-A-43 44 692 lehrt ein Verfahren zur Aufrauhung von

Grundkérpern.

Aus WO 94/05507 ist ein thermisches Verfahren zur Beschichtung von diinnen
Folien mit oxidischen Schichten durch Plasmaspritzen in Schichtdicken von
etwa < 20 ym bekannt. Es sind dies Schichten aus oxidischen Werkstoffen, die
zum Zwecke der Hydrophilierung auf dinne Grundkérper aus Metallen,
Kunststoffen oder auf Papier enthaltende Materialien fir Offsetdruckplatten

aufgetragen werden.

Dieses Verfahren [&Bt sich jedoch in der Praxis zur Beschichtung von dinnen
Folien nur schwer realisieren. Bedingt durch die Verwendung des in Beispiel 1 in
WO 94/05507 aufgefiihrten Plasmaspritzgerats, das mit einem instationdren
Kurzlichtbogen arbeitet, wird bei diesem Verfahren eine erhebliche elektrische
Energie zur Erzeugung des heiRen Plasmagasstrahls eingesetzt, die wiederum zu
einem erheblichen Teil als Wdrme an den Grundkérper abgegeben wird. Die bei
diesem Verfahren Ubliche zusétzliche Verwendung von besonders
wérmeleitfahigen Piasmagasen wie Wasserstoff und/oder Stickstoff unterstiitzt
diesen ProzeR. In der Folge muR diese Warme, um die Ebenheitsabweichung
des Grundkdrpers zu minimieren oder die mechanische Festigkeit zu bewahren,
durch Kuhlung mit erheblichem Aufwand abgefihrt werden. Bei mehreren
herkdmmlichen Plasmaspritzgerédten ist es kaum mgglich, die Warme
ausreichend abzuleiten. Insbesondere bei der Herstellung besonders dinner
Schichten ist der mit instationdren Plasmaspritzgerdten verknipfte

schwankende Energie- und damit Materialauftrag kritisch.

Ein weiterer Nachteil dieses Verfahrens ist darir zu sehen, dafd bei einem
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intensiven Aufschmelzen von Keramikpulver, das besonders bei der Herstellung
von dinnen Schichten gefordert ist, durch eine punktuelle
Plasmastrahlaufbringung eine relativ kleine Flache von z.B. etwa 12 mm
Durchmesser belegt wird. Dies fihrt zwangslaufig bei einer
Flachenbeschichtung zur Verwendung von sehr vielen Plasmaspritzgeréten oder
von komplizierten mechanischen Bewegungseinrichtungen, die das Verfahren
aufgrund der Erschitterungen und hohen Temperaturbelastung unsicher

gestalten.

Ferner ist ein weiterer Nachteil dieses Verfahrens darin zu sehen, dal} die
Larmemission sehr hoch ist. So werden z.B. bei dem Betrieb von mehreren
Plasmaspritzgerdten nach dem Stand der Technik mit der Zahl der Gzrate
ansteigend nach DIN 45630 und DIN 45635 Larmpegel von etwa 120 bis zu
140 dB (A) gemessen. Ein Schallschutz kann hierbei nur ungenltgend realisiert
werden, da die Beschichtungsanlage zweckmaRigerweise fir eine
kontinuierliche Zu- bzw. Abfuhr des vorzugsweise bandférmigen Grundkorpers
moglichst Offnungen haben sollte. Ein Betreten der Anlage selbst zu kurzen
Wartungszwecken wéhrend des Betriebs ist in diesem Fall nicht zulédssig, so daf

zwangsldufig Betriebsunterbrechungen zum Betreten der Anlage erforderlich

sind.

Aus DE-AS-23 48 717 ist ein weiteres Verfahren zur thermischen Beschichtung
von flachenfdrmigen Folien nach dem Plasmaspritzverfahren zur Verwendung
der beschichteten Kérper als FeuchtmittelfGhrungen bei Druckplatten bekannt.
Es sind Schichten aus pulverférmigen Werkstoffen aus schwer oder unlgslichen
Carbonaten, Silikaten oder Quarz, die eine relativ grobe Oberflachenstruktur
ergeben. Dieses Verfahren hat neben den bereits in WO 94/05507
geschilderten Nachteilen den susatzlichen Nachteil, daR diese Schichten
oberflichlich mechanisch bearbeitet werden missen, um mit feiner

Oberflichentopographie eingesetzt werden zu konnen.
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein effizientes, serienfahiges
Beschichtungsverfahren vorzuschlagen zur kontinuierlichen gleichmaRigen
thermischen Aufbringung von Schichten auf Grundkérpern gréRerer Fliche, mit
dem die unterschiedlichsten Grundkérper aus metallischen oder organischen
Werkstoffen oder Verbundkérpern wie z.B. Kunststoffmetallkompositen
beschichtet werden kénnen. Ferner ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein thermisches Beschichtungsverfahren vorzuschlagen, mit dem wahlweise
dlnne und dicke Schichten aufgebracht werden kénnen und bei dem der
Grundkérper im Bedarfsfall von der Plasmaspritzschicht abgelost oder
abgetragen werden kann. AuRerdem ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung,

eine fir diese Beschichtungsverfahren geeignete Vorrichtung vorzuschlagen.

Die Aufgabe wird erfindungsgemaR durch ein Verfahren zum Beschichten eines
Grundkérpers mit einer plasmagespritzten Schicht mittels eines im Plasma
aufgeschmolzenen Spritzpulvers gelost, bei dem das Spritzpulver (ber
Pulverzufihrungen im Bereich der Neutrode/Neutroden, im Bereich der Anode/
Anoden oder dazwischen in einen Kanal eines Plasmaspritzgeréts eingebracht
wird, bei dem mindestens ein Lichtbogen eine Ldnge von mindestens 20 mm
mindestens zeitweilig aufweist und bei dem der Grundkdrper ein sogenanntes
Endiosband ist oder ein groBflachiges Format von mindestens 0,005 m2. Die
Aufgabe wird ferner erfindungsgemaR durch eine Vorrichtung zum Beschichten
eines Grundkérpers geldst, die mehrere Plasmaspritzgerédte und mindestens eine
Larmschutzkabine enthilt, bei der die Plasmaspritzgeréte jeweils mindestens
eine Neutrode und mindestens eine Anode zur Erzeugung eines Lichtbogens von
mindestens 20 mm Lédnge und zur Erhitzung eines Spritzpulvers aufweisen, bej
der das Spritzpulver im Bereich der Anode/Anoden oder/und im Bereich der
Neutrode/Neutroden oder/und dazwischen zugefihrt wird und bei der die
Vorrichtung eine Einrichtung zum Mikroaufrauhen des Grundkérpers enthalt, die
eine Einrichtung zur mechanischen, physikalischen oder strahlenden

Mikroaufrauhung ist.
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Das erfindungsgemaR eingesetzte Plasmaspritzgerdt kann mit mehr als einer
Kathode, mit mindestens einer Neutrode und mit mindestens einer Anode
ausgestattet sein zur Erzeugung eines Lichtbogens von mindestens 20 mm
Linge und zur Erhitzung eines Spritzpulvers, wobei das Spritzpulver im Bereich
der Anode/Anoden oder/und im Bereich der Neutrode/Neutroden oder/und
dazwischen zugefiihrt werden kann. Vorzugsweise weist es mindestens drei
Kathoden oder/und drei Anoden auf. Es kann auch mit mindestens einer
ringférmig ausgebildeten Kathode versehen sein. Die Kathode bzw. die
Kathoden kénnen mittig auf der Ldngsachse des Plasmageréts oder in Form
eines Ringes, ovalen Ringes oder Polygons bevorzugt symmetrisch zur
Langsachse angeordnet sein und aus einem oder mehreren Elementen wie z.B.
Segmenten bestehen, vor allem bei Mehrkathodenplasmaspritzgerdten. Auch die
Anode bzw. die Anoden kénnen aus einem oder mehreren Elementen bestehen,
letzteres bevorzugt bei Mehrkathodenplasmaspritzgeraten. Die Anode bzw. die
Elemente der Anoden kénnen auch in Form eines Ringes, ovalen oder
andersartig verformten Ringes bzw. Polygons angeordnet sein. Zwischen
Kathode/Kathoden und Anode/Anoden kénnen ein oder mehrere Neutroden
positioniert sein, insbesondere mindestens drei Neutroden, vor allem, um den
Lichtbogen zu verlangern. Lichtbdgen, die kirzer als 20 mm sind, werden als
Kurzlichtbogen bezeichnet. Ein Lichtbogen von mehr als 30 mm Lange ist zu

bevorzugen.

Das Plasmaspritzgerat kann einen Querschnitt des vom Innendurchmesser/von
innendurchmessern der Neutrode/Neutroden oder/und der Anode/Anoden
gebildeten Kanals aufweisen in kreisférmiger, polygonaler oder annahernd
kreisférmiger bis polygonaler Ausbildung. Der durch den Iinnendurchmesser der
Neutroden gebildete Kanal kann einen Durchmesser von mindestens 5 mm
aufweisen, vorzugsweise von 10 bis 15 mm. Er kann sich konisch oder

anndhernd konisch in Strahirichtung aufweiten.

Das Zufuhren des Pulvers kann in den Anoden, zwischen den Anoden, vor oder
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als Teilmenge auch hinter den Anoden erfolgen. Die Pulverzufihrungen kénnen
in einem Winkel von + 70 © bis -30 ° bezogen auf die Senkrechten zur
Léngsachse des Plasmaspritzgerétes in den Ebenen aus den Senkrechten und
der Léngsachse angeordnet sein, wobei die Winkelauslenkung um +70 ° in
Richtung auf die Kathode weist. Sie kénnen mittig auf die FuRpunkte der
Lichtb6gen gerichtet sein. Das Zufiihren des Pulvers erfolgt vorzugsweise am
thermisch am stirksten belasteten Teil des Plasmaspritzgeréates, also im Bereich
der Anode oder in Teilen, die unmittelbar dem Lichtbogen und der Plasmahitze
ausgesetzt sind, wie den Neutroden oder zwischen den Neutroden. Daher wird
nicht nur der an den freien Plasmastrahl gebundene Energieanteil zum
Aufschmelzen des Spritzmaterials genutzt. Pulveranschmelzungen an der
Anodenwand, die insbesondere bei feinkdrnigem Pulver auftreten und zu ca.
500 bis 2000 ym groRen Tropfen fuhren kénnen, werden hierdurch und durch

eine geeignete Brennerkonstruktion weitgehend oder ganzlich vermieden.

Flr ein Verfahren zum Betreiben eines solchen Plasmaspritzgerates kann es
wesentlich sein, da der Lichtbogen bzw. die Lichtbogen stationar oder nahezu
stationar betrieben werden. Das instationdre Verhalten duRert sich bei
konstanter Stromstérke in hochfrequenten Spannungsschwankungen und somit
auch in Leistungs- und Plasmahitzeschwankungen, sodaR sich die auf diese
Weise erzeugten Spritzschichten durch einen merklich erhéhten Anteil an nicht

aufgeschmolzenen Partikeln und ein inhomogeneres Geflige bemerkbar machen.

Mit einem solchen Verfahren zum Betreiben eines Plasmaspritzgerates ist es
mdglich, daB zum Beschichten eines Quadratmeters eines Grundkdrpers mit
einer Aluminiumoxid-reichen Schicht in der GroRenordnung von etwa 1 ym
Schichtdicke im kontinuierlichen Betrieb eine elektrische Energie von nicht mehr
als 0,6 kWh bendtigt wird, vorzugsweise nicht mehr als 0,4 kWh, besonders
bevorzugt nicht mehr als 0,2 kWh. Diese Verbrauchswerte gelten auch fir eine
Schichtdicke bis zu 10 yum pro ym dieser Schicht. Mit diesem Verfahren gelingt

es, zum groRflachigen Beschichten eines Grundkdrpers im kontinuierlichen
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Betrieb den Larm des einzelnen Plasmaspritzgerats auf nicht mehr als 110 dB
(A), vorzugsweise nicht mehr als 95 dB (A), besonders bevorzugt nicht mehr als
85 dB (A) zu halten. Der beschichtete Grundkorper kann im Gasstrahl gekuhlt
werden. Die Temperaturbelastung kann soweit gesenkt werden, daf} die
Riickseite des Grundkdrpers beim kontinuierlichen Beschichten mit einer
Temperatur von nicht mehr als 200 °C, vorzugsweise nicht mehr als 180 °C,

besonders bevorzugt nicht mehr als 160 °C belastet wird.

Fur den Betrieb eines Plasmaspritzgerates fir das erfindungsgeméafie Verfahren
zum Beschichten - z.B. mit einem “Triplex-Brenner” der Sulzer Metco AG - wird
nur eine Leistung von etwa 12 bis 20 kW, héchstens bis 25 kW bendtigt. Im
Falle einer Leistungsaufnahme von insgesamt etwa 16 kW werden in der
GroRenordnung von 2,5 kW von der Plasmaspritzschicht, vom Grundkoérper und
von der Behandlungswalze, werden etwa 8 kW vom Kihlwasser des Brenners
und werden etwa 5,5 kW von Gasen/Luft aufgenommen. Eine
Absaugeinrichtung transportiert das heifle Gas und die heile Luft mit etwa 80
°C Temperatur weg. Der Grundkérper erfahrt bei geeigneter Auslegung der
Bedingungen eine Behandlungstemperatur von nur etwa 160 °C auf seiner
Riickseite. Das Kiihimedium der Behandiungswalze, vorzugsweise Wasser,
strémt mit einer Geschwindigkeit von beispielsweise 2 m/s. Der Betrieb eines
solchen Plasmaspritzgerétes.verursacht einen Larm in der GréRenordnung von
82 bis 85 dB (A), so daR 40 derartige Plasmaspritzgerdte im Betrieb einen Larm

von etwa 100 dB (A) erzeugen.

Im Vergleich hierzu wird fir den Betrieb eines konventionellen
Plasmaspritzgerates, z.B. eines Brenners vom Typ F4 der Sulzer Metco AG, eine
Leistung von etwa 43 kW benétigt, von denen etwa 22 kW vom Kuhlwasser
des Plasmaspritzgerates, etwa 14,5 kW von Gasen/Luft und etwa 6.5 kW von
der Plasmaspritzschicht, vom Grundkérper und von der Behandlungswalze
aufgenommen werden. Eine Absaugeinrichtung transportiert das heiRe Gas, das

eine Temperatur von etwa 160 °C aufweist, weg. Der Grundkdrper erfahrt
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hierbei, ohne Kiihlung der Behandlungsrollie, eine Behandlungstemperatur von
mindestens 300 °C auf der Riickseite. Der Betrieb eines solchen
Plasmaspritzgerédtes verursacht einen Lirm in der GréRenordnung von 120 dB
(A), so daB 40 derartige Plasmaspritzgerite im Betrieb einen Lirm von etwa

135 dB (A) erzeugen.

Mit einem solchen Verfahren zum Betreiben eines Plasmaspritzgerétes ist es
mdglich, den in einem einzelnen SchuR erzeugten Spritzfleck so zu gestalten,
daB er einen effektiven Durchmesser der Partien, die dicker sind als die halbe
Maximaldicke des Spritzflecks, von Uber 25 mm, vorzugsweise von (ber 35
mm, besonders bevorzugt von Gber 45 mm aufweist. Ublicherweise vergrofRert
sich der Spritzfleck bei Verwendung von mehr als einer Kathode in einem
Plasmaspritzgerat im Vergleich zum Plasmaspritzen mit einem
Einkathodenbrenner. Mit einem “Triplex-Brenner" der Sulzer Metco AG kénnen
Spritzflecke erzielt werden, die aus drei teilweise Uberlagerten

Einzelspritzflecken bestehen.

Im folgenden wird die Erfindung anhand einer Ausfihrungsform fir eine
Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkorpers entsprechend der Erfindung

beschrieben:

Figur 1 stellt beispielhaft einen Ausschnitt aus einer Vorrichtung zum
Beschichten eines Grundkérpers dar. Ein Grundkorper 1 wird in
Bewegungsrichtung X von eine'm Grundkorpervorrat 2 abgewickelt und hierbei
durch einen schlitzférmigen EinlaR 3 in eine Larmschutzkabine 4 gefuhrt.
Plasmaspritzgeréte 5 stehen in zwei Reihen in Richtung Z quer zur
Bewegungsrichtung X angeordnet oberhalb der Behandlungswalzen 6, (iber die
der Grundkérper 1 gefihrt wird. Die von den Plasmaspritzgeraten 5 entwickelte
Hitze wird teilweise durch das in Strémungsrichtung 7 stromende Kiihimedium
8 des Kreislaufkihlsystems 9 abgefihrt. Uber die Plasmaspritzgerate 5 wird auf

dem Grundkdrper 1 eine Plasmaspritzschicht 10 aufgetragen, die ab der ersten



WO 96/29443 PCT/EP96/01118

9

Reihe von Plasmaspritzgeraten 5 in einzelnen Streifen und ab der zweiten Reihe
von Plasmaspritzgeraten 5 vollfldchig aufgetragen ist. 11 stellt den
plasmabeschichteten Grundkérper dar. Uber weitere Walzen 12, die in der
Senkrechten einstellbar oder frei beweglich sind, wird der Grundkorper gefuhrt
und gespannt. Der plasmabeschichtete Grundkorper 11 wird durch einen AuslaB

3' aus der Larmschutzkabine 4 herausgeflhrt.

Figur 2 gibt einen Ausschnitt aus der erfindungsgemalen Vorrichtung wieder,
bei der ein Plasmaspritzgerédt 5 (iber einer von einem Kuhlmedium 8
durchflossenen Behandlungswalze 6 angeordnet ist. Das schematisch
dargestellte Plasmaspritzgerdt 5 besteht unter anderem aus einem Gehduse mit
Isolationseinrichtung 20, mehreren Kathoden 21, mehreren Neutroden 22 und
der Anode 23. Im Bereich der Anode 23 wird das Spritzpulver Uber die
Zufuhrung 24 zugefiihrt. Der (iber mehrere Lichtbégen 25 erzeugte Plasmastrahl
26, der kontinuierlich in den freien Plasmastrahl 26 Ubergeht, wird im Bereich
des Kanals 27 ausgebildet. Die im Plasmastrahi und im freien Plasmastrah! 26
an- oder/und aufgeschmolzenen und in Richtung auf den Grundkorper 1
transportierten Spritzpulver bilden auf dem Grundkorper eine
Plasmaspritzschicht 10 aus. Das Plasmaspritzgerat verfigt (ber Anschlisse fir
elektrischen Strom, Kihlfiiissigkeit, Plasmagas und Kuhligas. Eine
Absaugeinrichtung 28 transportiert das heifle Gas weg. Die Behandlungswalze

6 wird mittels Kihimedium 8 gekuhit.

Figur 3 gibt eine mdgliche Andrdnung der verschiedenen Einrichtungen einer
erfindungsgeméaRen Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkérpers wieder.
Der vom Grundkérpervorrat 2 abgezogene Grundkdrper 1 wird zuerst in
mindestens einer Einrichtung zum Mikroaufrauhen oder/und zum Aufbringen
eines Haftvermittlers behandelt und anschlieBend in einer Einrichtung zum
Reinigen | des Grundkérpers 1, insbesondere durch Abblasen, Absaugen
oder/und Behandlung mit einem flissigen Reinigungsmittel und anschlieBender

Trocknung insbesondere von Staub, Strahlkorn oder/und abgetragenem Material
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befreit. Danach wird der behandelte Grundkérper 1 in einer Larmschutzkabine
4 mit regelmaRig angeordneten Plasmaspritzgeraten 5 beschichtet. Der
plasmabeschichtete Grundkérper 11 wird in einer Einrichtung zum Reinigen Il
von losen Partikeln, insbesondere Staub und freien Plasmapartikeln, bevorzugt
durch Abblasen oder Absaugen befreit. In der Einrichtung zum Beschichten mit
einem organischen Material kénnen organische Materialien wie beispielsweise
Pigmente, Schmiermittel oder Gemische aus Lésungsmitteln mit polymeren
Bindemitteln oder/und Farbbildnern fir den zukunftigen Einsatz z.B. als
Druckplatte, als Katalysator, als VerschleiRschutz oder als geschmierte
Schutzschicht aufgebracht werden, ggbfs. in mehreren aufeinanderfolgenden
Einrichtungen. In der Einrichtung zum Beschichten mit einem anorganischen
Material kénnen die anorganischen Materialien wie Edeimetall, Edelmetall-
Verbindungen, sonstige katalytische Materialien oder deren Vorstufen,
anorganische Schmiermittel, Pigmente usw. fiir den zukinftigen Einsatz z.B. als
Katalysator oder geschmierte Schutzschicht aufgebracht werden, ggbfs. in
mehreren aufeinanderfolgenden Einrichtungen. In der Einrichtung zum
Formatieren und Konditionieren, die evtl. auch aus mehreren einzelnen
Einrichtungen bestehen kann, werden ggbfs. die Grundkérper von der
Plasmaspritzschicht entfernt, werden ggbfs. die plasmabeschichteten
Grundkoérper oder die vom Grundkdrper befreiten Plasmaspritzschichten durch
Pragen, Stanzen, Schneiden oder dhnliche Bearbeitungsverfahren auf ein
individuelles Format - z.B. mit einer spezifischen, meist vom Rechteck
abweichenden Form und ggbfs. mit Aussparungen - gebracht, werden diese
Korper ggbfs. mit anderen Elementen z.B. durch Kleben oder SchweiRen gefugt
oder/und z.B. durch Biegen oder Pressen geformt, z.B. gekrimmt, um die
Produkte fertigzustellen, bevor sie in die Einrichtung zum Prifen und in die
Einrichtung zum Versenden gebracht werden. Die Reihenfolge der einzelnen
ProzeRschritte bzw. Einrichtungen kann in gewissem Umfang variieren; es
kénnen u.U. einzelne ProzeRschritte bzw. Einrichtungen entfallen oder

umgekehrt zuséatzliche ProzeRschritte bzw. Einrichtungen hinzugeflgt werden.
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Figur 4 stellt einen vergréBerten Querschnitt durch einen plasmabeschichteten
und mit organischem Material beschichteten Grundkaorper 30 dar, der zu einer
Druckplatte weiterverarbeitet wurde. Der mikrogerauhte Grundkorper 31 wird
von einer sehr diinnen Plasmaspritzschicht 10 mit einer Lage aus
fladenférmigen Gebilden 32 und aufsitzenden annahernd kugelférmigen
Gebilden 33 uberlagert. Die aus organischem Material bestehende Beschichtung
34 ist im Einsatz z.B. als Druckplatte mit einem Muster der Beschichtung 34
versehen, bei denen die ausgesparten Bereiche 35 der Beschichtung 34 mit

einer Wasserschicht 36 bedeckt sind.

Figur 5 gibt die Topographie von zwei mikrogerauhten Grundkérpern 31, a und
b, wieder, wie sie im Tastschnittverfahren mit einem RauheitsmeRgeradt und mit
einem Tastnadeiradius von 0,5 ym Uber eine Vielzahl von MeBlinien auf einer
Meflfliche gemessen wurde. Probe a aus Aluminium weist eine Oberflache auf,
die nach einem herkémmlichen Sandstrahiverfahren mit groberem Strahikorn
aufgerauht wurde. Die Topographie zeigt deutlich viele Vertiefungen, die von
Verformungen des Grundkdrpers in der Oberflichen-nahen Schicht begleitet
sind und zu Verzug gefihrt haben. Probe b wurde dagegen mit sehr feinem
Strahlkorn gestrahlt und zeigt auf seiner Oberflache eine gréftere Zahl an feinen
Verklammerungsspitzen. Bei diesem Rauhungsverfahren konnten die
Verformungen minimiert werden, so daf ein Verzug des Grundkorpers nahezu

vermieden wurde.

Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausfihrungsformen der Erfindung

dient im Zusammenhang mit den Figuren der naheren Erlauterung.

Als Grundkorper wird eine Metall-, Legierungs- oder Kunststoffolie bevorzugt
von einer Rolle als sogenanntes Endlosband, das Enden aufweisen kann,
kontinuierlich und mit gleichbleibender Geschwindigkeit abgewickelt oder als
flachiges Format transportiert. Der Grundkorper ist ein sogenanntes Endlosband

- beispielsweise mit einer Breite von 20, 40, 70, 120, 250, 400, 750, 1200
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oder 1800 mm Breite - oder ein groRfldchiges Format von mindestens 0,005
m2, beispielsweise von 0,01, 0,05, 0,15, 0,4, 0,8, 1,2 oder 3 m? Fliche. Der
Grundkoérper hat gewghnlich eine Dicke von < 3 mm, meistens eine Dicke von <
2 mm, vorzugsweise von 0,1 bis 0,6 mm, besonders bevorzugt von 0,12 bis
0,35 mm, mit einer Oberfliche, die nahezu frei von groben organischen
oder/und anorganischen Rickstidnden, vor allem Sand und Schmutz, ist. Im
bevorzugten Oberflachenzustand ist sie anndhernd frei von natlrlichen oder
synthetischen Rickstdnden durch den Zieh- oder Walzvorgang und fir einen
besonders bevorzugten Zustand unterliegt sie einem zusatzlichen

Entfettungsschritt.

Als Werkstoffe fir den Grundkdrper kénnen Metalle oder Legierungen,
Kunststoffe, Fuller-haltige Kunststoffe, papierhaltige Materialien,
Verbundwerkstoffe oder als Kérper auch Verbundkdrper, insbesondere
Aluminium in einer Reinheit von etwa 99,5 %, Aluminiumqualitdten von
verminderter Reinheit, Aluminiumlegierungen, kaschierte Aluminiumfolien,
Kupfer, Kupferiegierungen, Stahle, Edel- oder veredelte Stahle, papierhaltige
Massen, Metall-haltige Verbundkérper wie z.B. verzinnte Weilbleche, verzinkte
Bleche, verkupferte oder vernickelte Bleche oder Metall-Kunststoff-Komposite
wie z.B. geklebte oder aufextrudierte Metallfolien auf einer Kunststoffolie oder
kaschierte Metallfolien auf Papiermassen eingesetzt werden. Insbesondere
Grundkérper aus gewalztem Aluminium und gewalzten Aluminiumiegierungen
vertragen ublicherweise nur eine Temperaturbelastung bis etwa 180 °C ohne
Beeintrachtigung der Festigkeit und Hérte, da bei noch hoherer Temperatur ein

Weichglihen stattfindet.

Als Kunststoffe fir Grundkdrper kénnen vorzugsweise thermoplastische

Polyester verwendet werden, wobei polyethylenterephthalethaltige Homo- und
Copolymere sowie Mischungen davon mit anderen Polyestern oder Polyamiden
besonders geeignet sind. Die Kunststoffe kénnen ferner noch Fllstoffe in einer

Menge von bis zu 5 Gew.-% enthalten, wobei anorganische Flllstoffe wie
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Tonerde, Titandioxid und/oder Aluminiumoxid besonders geeignet sind.
Vorzugsweise befinden sich wenigstens 1,5 Gew.-% Fulistoffe in dem
Kunststoff. Insbesondere die Kunststoffe kénnen ferner mit einem zusatzlichen
Haftvermittler wie z.B. Harz und/oder Metallfilmen versehen sein, der ggbfs. vor
der Plasmabeschichtung aufgetragen wird. Da das Auftragen eines
Haftvermittlers ‘haufig eine mikroaufrauhende Wirkung mit sich bringt, kann die

mikrogerauhte Oberflache auch auf diesem Wege erzeugt werden.

Der Grundkérper besitzt eine mikrogerauhte Oberflache, die vorzugsweise durch
physikalische und/oder mechanische Trockenverfahren erzeugt wird, aber auch
chemisch gewonnen werden kann. Die rauhe Oberflache hat eine Topographie,
wie sie als Oberflachencharakter (Beuth-Kommentar "Technische Oberflachen",
Teil 2: Oberflichenatlas, 1985) nach DIN 4761, Seite 101,
"Aluminiumlegierungen", oder besonders bevorzugt, Seite 143, "Stein",
definiert ist. Die Rauheit gemessen als Mittenrauhwert R, nach DIN 4768
betragt Ublicherweise weniger als 4 ym, vorzugsweise 0,2 bis 2 ym,

insbesondere 0,3 - 1,2 um, bezogen auf Mittelwerte aus jeweils 10 Messungen.

Der mikrogerauhte Grundkoérper kann als solcher auch bereits in vorgefertigter
Form vorliegen. Der Rauhungsvorgang kann z.B. durch ein mechanisches
Verfahren wie einen Walz- oder/und Pragevorgang, durch ein physikalisches
Verfahren oder durch Druckstrahlen, Sandstrahlen oder Blrsten vorgenommen
worden sein. Unter physikalischen Mikroaufraunmethoden sind u.a.
Koronaentladungen, Kondensatorentladungen und Lichtbogenubertragungen zu
verstehen, die ebenfalls in die Linienfertigung einbezogen werden kdnnen.
Vorteilhaft wird die erfindungsgeméaRe Mikroaufrauhung jedoch in einem
susdtzlichen Verfahrenschritt vor dem thermischen Beschichtungsvorgang

durchgefiihrt, wie es beispielsweise in DE-A-43 44 692 beschrieben ist.

Sandstrahlverfahren sind in der Linienfertigung zur Mikroaufrauhung besonders

geeignet. In diesem Verfahrensschritt wird der Grundkdrper bevorzugt auf einer
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Behandlungsrolle, die als verschleiBbestdndiger Kérper mit einer flexiblen
Gummiauflage versehen sein kann, formschllssig anliegend mechanisch so
aufgerauht, daR eine mikrorauhe Oberflache entsteht, ohne den Grundkdérper

durch Verzug zu schéadigen.

Sandstrahiverfahren zum Entrosten, zum Entfernen von Lackschichten oder zum
Verfestigen von Oberflichen sind zwar schon bekannt, es war aber
Uberraschend, daR sich diinne Folien verzugsarm mit besonders gleichmaRigen

mikrorauhen Oberflichentopographien versehen lassen.

ErfindungsgemaR wird vorteilhafterweise ein Druckstrahlverfahren mit mehreren
Disen eingesetzt, bei dem der Strahldruck im Bereich von 0.5 bis 2 bar,
vorzugsweise von 0,6 bis 1,5 bar, liegt. Das Druckstrahlen wird in DIN 8200
beschrieben. Der Abstand der Diise von dem Grundkoérper liegt im Bereich von
30 bis 200 mm, vorzugsweise von 50 bis 80 mm. Als Strahimittel sind
scharfkantige Strahimittel besonders geeignet, insbesondere mineralische
Strahimittel wie Al,04 mit einer KorngroRe im Bereich von 10 bis 100 um,
vorzugsweise von 20 bis 50 #m. Die Strahlmittelmenge betragt dabei 200 bis

1200 g je m? des Grundkorpers, wobei diese gleichbleibend dosiert wird.

Ein weiteres alternatives Sandstrahlverfahren, das Strahlen mit sogenannten
Schleuderrddern wie in DIN 8200 definiert, wird ebenfalls erfindungsgeman
besonders vorteilhaft eingesetzt. Es werden ein oder mehrere Schleuderrider
gleichmafig dosiert mit Strahimittel beaufschlagt. Als Strahimitter sind
scharfkantige mineralische Strahimittel, metallische Strahlmitte! wie z.B.
spratzige oder kantige Edelstahipulver oder auch abriebfestes Kunststoffgranulat
in 2inem KorngréRBenbereich von 10 bis 500 ym geeignet. Die Schleuderrider
sind in ihrer Leithulsenausfihrung und in der Schaufelausbildung so gestaltet,
daB ein gleichférmiges homogenes groRflachiges Strahlbild in einer Breite bis zu
1000 mm entsteht. Die Strahimittelmenge betragt dabei 200 bis 3000 g,

vorzugsweise 500 bis 1500 g je m? Grundkorper.
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Die Strahimittel aus beiden Verfahrensschritten werden kontinuierlich durch
Entfernung von Staubpartikeln aufbereitet. Die anfallenden Reststoffe kGnnen
im Stoffkreislauf sortenrein zurickgefihrt werden. Die sich auf den
Grundkérpern befindlichen Stdube werden abgesaugt und ebenfalls in diesen

Kreislauf einbezogen.

Eine Kombination der beschriebenen Mikroaufrauhverfahren ist ebenfalls
erfindungsgemal méglich. So ist ein Mikroaufrauhverfahren 2.B. als Walz-
und/oder Pragevorgang-Druckstrahlen, Walz- und/oder Préagevorgang-,
Schleuderradstrahlen oder Schleuderradstrahlen-Druckstrahlen von

wirtschaftlicher und technischer Bedeutung.

Der Grundkdrper kann vor dem Plasmabeschichten mechanisch in mindestens
einer Richtung gedehnt werden. Die Vorrichtung zum Beschichten eines

Grundkérpers kann auch mindestens eine Einrichtung zum Ablangen oder/und
Formatieren des Grundkdrpers aufweisen; sie kann zusétzlich mindestens eine

Heiz- oder/und Klhleinrichtung aufweisen.

Der mikrogerauhte Grundkoérper, der vorzugsweise aus dinnen bandformigen
Folien besteht, kann in dem nachfolgenden Schritt einer Beschichtungsstation
mit mindestens einem MehrkathodenlangIichtbogenplasmaspritzgerét zugefuhrt

werden.

Der mikrogerauhte Grundkérper, der vorzugsweise eine Breite > 100 mm
aufweist, wird kontinuierlich zur Plasmaspritzbeschichtung durch einen Eintaf® in
eine Schall- und Blendschutzhaube und durch einen AuslaR ins Freie geflhrt.
Der EinlaR und der Auslal sind bevorzugt so gestaltet, dafd die Schallemission

bei kontinuierlichem Betrieb in dem Raum auferhalb der Schallschutzkabine 85

dB (A) unterschreitet.

In dem Behandlungsschritt Plasmaspritzen wird der Grundkoérper Gber eine oder
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mehrere Behandlungswalzen mit einer Geschwindigkeit im Bereich von 10 bis
200 m/min in Richtung X unter dem heifRen Gasstrahl der Plasmaspritzgeréate

bewegt.

Eine Verwendung von mehreren Plasmaspritzgeréaten ist fir eine Serienfertigung
notwendig; die Zahl der Plasmaspritzgerate wird wesentlich von der Breite des
Grundkdrpers und der Bewegung bzw. festen Positionierung der
Plasmaspritzgerdte wéhrend des Beschichtens bestimmt und kann
beispielsweise 2, 6, 12, 24, 36, 48 und 64 betragen. So kann bei einer
besonders vorteilhaften Verwendung der Grundkérper mit z.B. 40 stationar
arbeitenden Plasmaspritzgerdten auf einer Bandbreite von 1200 mm Uber die

gesamte Bandbreite beschichtet werden.

Die Behandlungswalzen, die aus Stahl, Aluminium- oder sonstigen
Metallegierungen bestehen kénnen, haben erfindungsgeman die Aufgabe, die
Wérme aus dem thermischen ProzeR, mit der der Grundkérper zwangsléufig
beaufschlagt wird, aufzunehmen. Warmeableitende FlieRmedien wie z.B.
Wasser, die in FlieRrichtung mit Fliekgeschwindigkeiten bis zu 5 m/s, bevorzugt
0.2 bis 3 m/s, durch den Walzenkdrper gefiihrt werden, unterstiitzen den
ProzeR der Warmeableitung besonders wirkungsvoll. Die erwérmten FlieRmedien
werden vorteilhaft in einem Kreislaufkihlsystem nach dem Verlassen der
Behandlungswalzen riickgek(hit. Weitere Walzen dienen insbesondere zum

formschiissigen Anlegen des Grundkdrpers an die Behandlungswalzen.

Die Plasmaspritzgeréte sind vorteilhaft parallel zur Richtung Z angeordnet. Der
Abstand der Plasmaspritzgeréte in Richtung Z wird durch die beeinfluRbare
Plasmaspritzstrahlbreite und die Plasmaspritzstrahlgeometrie vorgegeben und
betrégt mehr als 10 mm fir die relativ dick und gleichmaRig in einem Schuf
eines Plasmaspritzgerates aufgebrachte Spritzschicht, vorzugsweise 20-50 mm.
Die Plasmaspritzgerate sind besonders vorteilhaft auf mehrere

Behandlungsrollen verteilt, dadurch wird der Abstand der Plasmaspritzgerate in
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Richtung Z um den Faktor der Anzahl der Behandlungswalzen erhoht. Die uber
einer Behandlungswalze angeordneten Plasmaspritzgeradte konnen auch

abwechselnd versetzt sein.

Die Plasmaspritzgeréte sind erfindungsgemaR besonders vorteilhaft in fester
Position zur Richtung Z angeordnet. Gerade fir besonders dinne und
temperaturempfindliche Folien wie z.B. Kunststoffolien oder bei héchsten
Bandgeschwindigkeiten kann jedoch eine Hin- und Herbewegung der

Plasmaspritzgerate in Richtung Z wahrend des Betriebs von Vorteil sein.

Bei einer Unterbrechung des Transports des Grundkdrpers in Richtung X konnen
die Plasmaspritzgerate vorteilhaft von der Behandlungswalze abgeschwenkt
werden. Der Abstand vom Gasaustritt an der Unterkante der Plasmaspritzgerate
zur Oberfliche des Grundkdrpers betrdgt vorzugsweise 40 bis 200 mm,

besonders bevorzugt 50 bis 100 mm.

Der thermische ProzeR, das Plasmaspritzen, kann mit einem
Mehrkathodenlanglichtbogenplasmaspritzgerat mit indirektem Plasmatron mit
mindestens zwei elektrisch voneinander getrennten Kathoden in einer
vorzugsweise ringférmigen Anordnung um den Plasmakanal vorgenommen
werden. Der Plasmakanal wird durch mehrere voneinander elektrisch isolierte
Neutroden und mindestens einer sich anschlieBenden Anode gebildet. Der
annahernd rohrférmige Plasmakanal besitzt einen Durchmesser von etwa 6 bis
20 mm, bevorzugt von 8 bis15 mm und eine Ldnge von mindestens 20 mm,
bevorzugt von 30 bis 80 mm, besonders bevorzugt von 32 bis 70 mm. Diese
Anordnung l4Rt sich besonders gut zum Erhitzen von plasmabildenden Gasen
oder Gasmischungen, die durch einen Ringkanal zugegeben werden konnen,
nutzen. Gasmischungen aus den bevorzugten Gasen Argon und Helium, die im
Vergleich zu Molekllgasen wie H,, N, usw. bei gleicher Enthaipie eine hdhere
Temperatur aufweisen, lassen sich erfindungsgemaf besonders gut nutzen,

wobei der Heliumanteil 5 bis 50 Vol.-%, bevorzugt 10 bis 40 Vol.-% betragt.
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Bevorzugt wird die elektrische Leistung in Héhe von etwa 10 bis 30 kW in Form
von Gleichstrom appliziert. Die Stromstérke, gemessen als Gesamtstrom, kann
vorzugsweise 200 bis 500 A betragen. Durch einen Stromteiler kann der Strom
auf der Kathodenseite in zwei oder mehr Teilstréme entsprechend der Anzahl
der Kathoden aufgeteilt werden. Der Anodenring kann so gestaltet sein, daR
das Spritzpulver - bevorzugt in die Anode - durch ein oder mehrere C)ffnungen
von vorzugsweise 0,5 bis 3,5 mm, insbesondere 1 bis 2,5 mm Durchmesser mit
Hilfe von Tragergasen in einem Winkel von + 70° bis -30°, bezogen auf die
Achse senkrecht zur Strahlachse eingegeben wird. Die Anzahl der Bohrungen
entspricht vorteilhafterweise der Anzahl der Kathoden oder ist mit ganzen
Zahlen multipliziert. Die Spritzpulvermenge wird kann durch eine oder mehrere
Pulverdosiereinrichtungen gleichmaRig mit einer Mengentoleranz < |+ 5| Gew.-
% vorgegeben. Die Gesamtpulvermenge kann vorteilhaft durch einen
Pulverteiler in mindestens zwei bevorzugt gleich groRe Teilmengen aufgeteilt
werden. Im Bedarfsfall, insbesondere bei Verwendung metallischer Pulver, ist

unter Schutzgas oder Vakuum zu arbeiten.

Die pulverférmigen keramischen Spritzpulver sind in ihrer chemischen und
morphologischen Zusammensetzung in DIN 32 529 | Ausgabe 4/1991,
spezifiziert. Der Grundkdrper kann mit einem Material reich an einem Oxid,
Silicat, Titanat, Borid, Carbid, Nitrid, Metall, Metall-Legierung oder/und
anorganischem Pigment, insbesondere an Aluminiumoxid, Spinell, Titanborid,
Aluminium, Nickel, Kupfer, Nickel-haltiger Legierung oder Kupfer-haltiger
Legierung beschichtet werden.- ErfindungsgeménR werden zur Erzeugung der
feinen Schicht Puiver oder Pulvergemische mit KorngréRen von < 60 um,
bevorzugt von < 32 ym, besonders bevorzugt < 24 um, gingesetzt, gemessen
nach der Methode der Laserlichtbeugung Microtrac. Die keramischen Pulver und
Pulvergemische kdnnen auch Materialien wie Titanate, Silikate oder/und Spinelle
enthalten und liegen bevorzugt als geschmolzene oder gesinterte und
gegebenenfalls auch gebrochene Kérner im blockigen Zustand vor. Bevorzugt

liegt die KorngréRenverteilung dieses Pulvers oder Pulvergemisches vorwiegend
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im GréRenbereich von 3 bis 12 ym, bestimmt nach der Laserlichtbeugung
Microtrac. Bei dieser bevorzugten KorngréRenverteilung konnen Koérnungsanteile
von < 3 ym als Unterkorn in Mengen von < 15 Vol.-% und von > 12 ym als

Uberkorn in Mengen von < 15 Vol.-% vorhanden sein.

Im Rahmen der Erfindung ist es ferner méglich, von einer agglomerierten
Kérnung aus keramischen und organischen Bindern wie z.B. Polyvinylatkohol
auszugehen. Die Agglomerierung wird vorteilhaft durch einen
VerdlUsungsvorgang mit anschlieender Trocknung und/oder Sichtung
vorgenommen. Die Agglomeratgréfie betragt vorzugsweise 5 bis 100 ym,
insbesondere 10 bis 60 ym, wobei entsprechendes Unter- und Uberkorn
vorhanden sein kann. Die Kérnungen im Agglomerat weisen insbesondere eine
KorngroRe von < 12 ym auf, bevorzugt von < 6 ym, besonders bevorzugt von

etwa 0,5 bis 3 ym.

Dariiberhinaus ist es von Vorteil, mechanische Mischungen oder agglomerierte
Kérnungen der beschriebenen Art, die aus Einzelkérnungen aus Keramik und
Metall wie z.B. Al,05-Al, Al,05-MgO-Aluminiumlegierung oder keramische
Agglomerate mit Metallumhdllung zu verwenden, wobei der metallische Anteil in

dem Plasmastrahl zum Teil oder vollig oxidiert werden kann.

Eine beliebige Kombination aus blockigen, agglomerierten oder/und verdusten
Pulvern ist ebenfalls mdglich. Vorzugsweise wird zur Erzeugung einer dunnen
haftfesten Schicht ein Pulver oder ein Pulvergemisch mit einer bimodalen oder

multimodalen KorngréRenverteilung benutzt.

Unter dem Begriff dinne Schichten sind Schichten zu verstehen, die eine
mittlere Dicke von 0,1 bis 20 ym, bevorzugt von 0,2 bis 8 ym, besonders
bevorzugt von 0,4 bis 5 ym aufweisen. Andererseits kann es fur bestimmte
Anwendungen von Vorteil sein, wenn Schichten mit einer Dicke Uber 50 ym,

Uber 80 ym, tiber 120 ym oder sogar lber 300 ym gespritzt werden. Dicke
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Schichten kénnen es erforderlich machen, daR (ber mehrere Anordnungen von
Plasmaspritzgerdten mehrere Einzelschichten (bereinandergelagert werden, um
die erforderliche Dicke zu erzielen. Dicke Schichten sind incbesondere
erforderlich, wenn der Grundkérper in einem anschlieRenden Schritt entfernt
werden soll, beispielsweise durch Abldsen, Auflésen oder Abtragen. Die
erfindungsgeméaRen Schichten enthalten Ublicherweise einen hohen Anteil an
naherungsweise fladenférmigen Gebilden, die nebeneinander und ggbfs. auch
Ubereinander gelagert sind und eine pordse oder nahezu dichte Schicht ergeben.
Die Schicht und insbesondere ihre Oberflache kann einen Anteil an vorwiegend
kleinen, annahernd kugelférmigen Gebilden aufweisen. Der Anteil an
vorwiegend kleinen, anndhernd kugelférmigen Gebilden an der Gesamtzahl der
aufgebrachten einzelnen Gebilde betrdgt mindestens 5 %, vorzugsweise
mindestens 10 %, besonders bevorzugt 30 %, ganz besonders bevorzugt

mindestens 50 %.

Die Schichtdicke kann gravimetrisch aus der Differenz der Wagungen des
beschichteten Grundkérpers abziiglich des unbeschichteten oder bevorzugt
durch mindestens drei Querschliffe und mikroskopische Beurteilung bestimmt
werden. Die Haftfestigkeit kann dadurch ermittelt werden, daR ein Klebestreifen
auf den beschichteten Grundkérper angepreRt und danach ruckartig senkrecht
zu der Beschichtungsoberfldiche abgezogen wird. Dabei darf das
Beschichtungsmaterial an der Klebeschicht nicht anhaften bleiben. In einem
weiteren Test zur Haftfestigkeitspriafung dirfen durch Biegen des Grundkérpers
um 90° die Schichten nicht abplatzen, wobei der Radius von der Dicke des
Grundkérpers abhangt und z.B. bei einer Dicke von 0,3 mm vorzugsweise einen

Radius in der GréRenordnung von 1 mm aufweist.

Die Topographie und die Dicke der Schicht auf den Grundkd&rpern kann so
gestaltet werden, dal} die Plasmaspritzschicht als Funktionsschicht z.B. als
VerschleiRschicht, zur Aufnahme von Lacken oder Klebeschichten, zur

Verwendung direkt als Katalysator, zur Aufbringung von Katalysatoren, zur
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Herstellung von Katalysatoren oder von Vorrichtungen zur Katalyse von
chemischen Reaktionen oder zur Herstellung von FeuchtmittelfGhrungen in der

Drucktechnik, vor allem Offsetdruckplatten, Verwendung findet.

Die erfindungsgemaR aufgetragene keramische oder metallkeramische Schicht
besitzt Eigenschaften, die bei einer Verwendung als Funktions- oder
Multifunktionsschicht von entscheidender Bedeutung sind. So ist sie, bedingt

» durch die Restporositét, geeignet, Katalysatoren aufzunehmen, direkt als
Katalysator zu wirken oder als dunne VerschleiRschutzschicht u.a. zur
Aufnahme von dinnen Decklackschichten zu dienen. Sie kann hydrophil und
gegen F_euchtemittel korrosionsbestandig sein. Ferner erflllt sie mehrere
Funktionen, die bei der Verwendung als hydrophile Schicht und einer
anschlieBenden Beschichtung mit lichtempfindlichen Harzen zur Verwendung als

Offsetdruckplatten von positiver Wirkung sind.

Aus dem Zusammenwirken von Mikroaufrauhung, Plasmaspritzen mit einem
Langlichtbogenplasmaspritzgerdt und verwendetem Spritzpulver werden
erfindungsgemaR Schichten auf dem Grundkorper erzeugt, die zur Verwendung
fiir Druckplatten eine Rauheit mit einer Rauhtiefe R, nach DIN 4768 in der
GréRenordnung von 4 bis 10 yum aufweisen, wobei die Rauheit durch
fladenférmige, zum Teil zerklUftete Gebilde von meistens mehr als 5 ym oder
mehr als 10 um GréRe und besonders vorteilhaft durch eine Vielzahl von
gerundeten und runden Spritztrépfchen vorwiegend in der GroRe von 0,5 bis 3
um, die haftfest mit der Beschichtung als gleichmafig verteilte Kornstreuung
verbunden sind, gebildet wird. Fur etliche andere Anwendungen der
beschichteten Grundkorper kénnen die Oberflachen rauher ausgebildet sein als
flr Druckplatten. Sie weisen dann meistens eine Rauhtiefe R, von weniger als

30 um, vorzugsweise von weniger als 20 ym auf.

Die so gestalteten Schichten werden zweckmaRigerweise einer Reinigung durch

Abblasen oder Absaugen der nicht haftenden Staubpartikel unterzogen. Die



WO 96/29443 PCT/EP96/01118
22

Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkérpers kann eine Einrichtung zum
Entfernen des Grundkérpers von der plasmagespritzten Schicht aufweisen, die
insbesondere zum Ablésen, Abtragen oder/und zum Auflésen des Grundkdérpers

dient.

Im Rahmen der Erfindung ist es méglich, die mit keramischen Schichten
belegten Grundkérper auf ProduktgréRen durch Stanzen, Schneiden 0.3. zu
formatieren. Die so gewonnenen Formate konnen auch als klebbare Folien - vor
allem als VerschleiBschutz - verwendet werden, beispielsweise durch Auftragen
einer klebenden Beschichtung oder einer beiderseitig klebenden Folie auf die
Rickseite des Grundkérpers bzw. der Plasmaspritzschicht. Desweiteren ist es
moglich, flachige Formate mit derart gestalteten Oberfidchen im
Zusammenwirken mit Schmierstoffen besonders vorteilhaft einzusetzen. Eine
weitere erfindungsgemaife Anwendung ist dahingehend gegeben, daR die
beschichteten Grundkérper auf einen Druckzylinder als Blindplatten aufgespannt
eine dauerbestindige gute Feuchtmittelfihrung im Offsetdruckverfahren

ergeben.

In einem weiteren Behandlungsschritt kénnen die beschichteten Grundkérper
zur Verwendung als Schichttrager im weiteren Herstellungsverfahren nach dem
Plasmaspritzen mindestens einem weiteren Beschichtungsprozel unterzogen
werden. Die Beschichtung des Grundkorpers erfolgt vorteilthaft durch
Aufschieudern, Sprihen, Tauchen, Walzen, mittels Beschichtungsdisen, Rakeln
oder durch GieRantrag. Die aufgebrachten Massen kénnen organische
Lésungen, wasserige Losungen, lichtempfindliche oder/und
strahlungsempfindliche Gemische oder Aufzeichnungsmaterialien enthalten.
Ferner kann es von Vorteil sein, wenn diese Massen zusatzlich Fillstoffe wie
Mineralien, amorphe Substanzen, Glaser, Keramiken, andere Hartstoffe oder

Kunststoffe enthalten.

Als Schichttrager wird der plasmabeschichtete Grundkérper bezeichnet, der mit
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einer weiteren Schicht belegt werden kann.

Ein entsprechend beschichteter Grundkérper mit hydrophilen Eigenschaften
kann als Schichttrdger mit lichtempfindlichen oder strahlungsempfindlichen
Gemischen oder Aufzeichnungsmaterialien z.B. als Offsetdruckplatte verwendet

werden.

Als Schichttrdger kann fur diesen Verwendungszweck der beschichtete,
unbehandelte Grundkérper verwendet werden. In einer anderen Ausgestaltung
als Offsetdruckplatte kann der Schichttrdger einer zusatzlichen chemischen
Behandlung nach einem trockenen oder nafchemischen Verfahren z.B. mit
Polyvinylphosphorséure, Silikaten, Phosphaten, Hexafluorzirkonaten oder/und

hydrolisiertem Tetraethylorlosilikat unterworfen sein.

Auf den behandelten oder unbehandelten Schichttrager werden Gemische aus
strahlungsempfindlichen Aufzeichnungsmaterialien, Losungsmittein und
polymeren Bindemitteln oder sonstigen Substanzen wie Farbstoffen,

Farbbildnern u.a. aufgetragen.

Als strahlungsempfindliche Substanzen in den Aufzeichnungsmaterialien werden
insbesondere Diazoniumsalze verwendet, z.B. Derivate der 1,2-Naphthochinon-
2-diazid-5-sulfonsdure, bevorzugt als Ester, bzw. Kondensationsprodukte
kondensationsfahiger aromatischer Diazoniumsalze, z.B von Diphenylamin-4-
diazoniumsaizen mit Aldehyden, bevorzugt mit Formaldehyd. Mit besonderem
Vorteil werden Mischkondensationsprodukte verwendet, die aufer den
Diazoeinheiten noch andere, nicht lichtempfindliche Einheiten enthalten, die von
kondensationsfdhigen Verbindungen, insbesondere aromatischen Phenolen,
Carbonsauren, Phosphonséuren, Thiolen, Sdureamiden oder -imiden abgeleitet
sind. Diese Kondensationsprodukte sind beispielsweise in der DE-A 20 24 244
und in der DE-A 27 39 774 beschrieben.
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Die erfindungsgeméssen Aufzeichnungsmaterialien enthalten weiterhin ein
polymeres, wasserunldsliches, in wéssrig-alkalischer Lésung I8sliches oder
dispergierbares Bindemittel. Der Anteil an einer Diazoniumverbindung in der
lichtempfindlichen Schicht liegt im aligemeinen bei 5 bis 80 Gew.-%, der Anteil
an polymeren Bindemitteln bei 20 bis 90 Gew-% bezogen auf das

Gesamtgewicht der Feststoffe in der Schicht.

Beispiele fir polymere Bindemittel sind Polyvinylestercopolymere,
Polyvinylacetale, Acryl-Methacrylsdureesterpolymere, welche aromatische oder
aliphatische Hydroxyl-, Carbonsédure-, Sulfonséure-, Phosphonséure-,
Saureamid- oder Imid-Einheiten enthalten, Kresol-Formaldehyd-Novolake oder
Copolymere des Hydrostyrols, des Hydroxyphenyl- oder
Dihydroxyphenylmethacrylat- oder Dihydroxyphenylmethacrylamids, des
Hydroxybenzyl- oder Dihydroxybenzylmethacrylat- bzw.

Dihydroxybenzyimethacrylamids.

Das Aufzeichnungsmaterial wird in einem Lésungsmittelgemisch geldst, das mit
den Bestandteilen des Gemisches nicht irreversibel reagiert. Das Lésungsmittel
ist auf das vorgesehene Beschichtungsverfahren, die Schichtdicke und die
Trocknungsbedingungen abzustimmen. Als Lésungsmittel geeignet sind Ketone,
wie Butanon- Methylethylketon, chlorierte Kohlenwasserstoffe, wie
Trichlorethylen und 1,1,1-Trichlorethan, Alkohole, wie Methanol- Ethanol- oder
Propanol, Ether, wie Tetrahydrofuran, Glykolmonoether, wie
Ethylenglykolimonoalkylether Piopylenglykolmonoalkylether und Ester, wie
Butylacetat- und Propylenglykolmonoalkyletheracetat. Es kénnen auch
Gemische verwendet werden, die zudem noch fir spezielle Zwecke
Losungsmittel wie Acetonitril, Dioxan, Dimethylacetamid, Dimethysulfoxid oder
Wasser enthalten kénnen. Glykolmonomethylether,
Ethylenglykolmonomethylether und Propylenglykolmonomethylether sind

besonders bevorzugt.



WO 96/29443 PCT/EP96/01118

25

Ferner werden den Gemischen oft noch andere Substanzen zur Verbesserung
der Eigenschaften wie Chemikalienbestédndigkeit, Haftung, Farbung oder
Farbinderung bei weiteren Behandlungsschritten zugegeben. Es sind dies z.B.
Polyglykole, Fluor- oder Siliconadditive, UV-Absorber, Weichmacher,
Indikatorfarbstoffe, Farbstoffe, Pigmente und Farbbildner. Verbindungen mit
Saurecharakter wie Mineralsduren und organische Sauren zur

Diazostabilisierung kénnen ebenfalls enthalten sein.

Diese Auftragsmassen werden in solchen Mengen aufgetragen, daf auf dem
Schichttrager nach einer Trocknung in einem zweckmaRigerweise in der Linie
angeordneten Durchlaufumlufttrockner bei Temperaturen von 70 bis 140°C bei
einer Durchlaufzeit von 0,5 bis 4 min eine getrocknete fest haftende

Beschichtung entsteht, die bevorzugt eine Schichtmasse von 0,5 bis 3 g/m2

hat.

Nach diesem ProzeR kénnen die Druckplatten auf ihre endgdltige GroRe aus
dem bandférmigen Material zugeschnitten werden. Die Platten haben eine
solche Ebenheit, daR sie in einem Vakuumkontakt-Kopierrahmen durch eine
Filmvorlage hindurch bestrahlt werden konnen. Die Alkalibestandigkeit ist
besonders gut, so daR mit einer wassrig-alkalischen Losung die Druckmuster

entwickeit werden kénnen.

Die Platten kénnen vorteilhaft konserviert werden. Eine zusatzliche

Warmebehandlung zur Aushértung der Schicht ist ebenfalls moglich.

Die erfindungsgemaR hergestellten Druckplatten ergeben in der Druckmaschine
ein gutes Freilaufverhalten, gute Wasserfuhrung und eine besonders gute
Wiedergabe der Feinlinien und Rasterpunkte, so dafd im FOGRA-UGRA-Offset-
Testkeil 1982 die Keilstufe 4 offen ist, eine Wiedergabe der Kreislinien bei 10

pm im gedeckten Zustand erfolgt und im offenen Zustand bereits bei 8 ym

erreicht ist.
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Ferner zeichnet die Platten eine gute Wasserfiihrung im Nichtbildstellenanteil
und eine besonders hohe Auflagenstabilitét aus. Eine zusétzliche
Waérmebehandlung des Druckmusters bei etwa 200 bis 250°C kann die
Auflagestabilitdat um 300 bis 500 % erhéhen.

Bei Versuchen mit einem Mehrkathodenianglichtbogenplasmaspritzgerat, wie es
in Figur 2 dargestellt ist, wurde unter verschiedenen Betriebsbedingungen
Uberraschend gefunden, daR sich besonders dinne, flexible und
abriebbesténdige Beschichtungen mit geringen Schichtdickentoleranzen ohne
mechanische Bearbeitung besonders vorteilhaft herstellen lassen. Ferner wurde
bei den Versuchen Gberraschend gefunden, dal nicht nur die positiven
Eigenschaften des stationdren Langlichtbogens im Vergleich zu
Plasmaspritzgeraten mit instationdrem Kurzlichtbogen sich in einem besseren
Aufschmelzverhalten niederschlugen, sondern bei einem stationéren Lichtbogen
sich auch besonders gut die einzelnen anodischen FuRpunkte des
Mehrkathodenplasmaspritzgeréts zum Einbringen von pulverféormigen
keramischen Werkstoffen im Bereich der Anode bzw. der Anoden eignen. Durch
die Eintragung des Pulvers im Bereich der Anode, z.B. (iber ein oder mehrere
Bohrungen, die insbesondere dort auf die Positionen der FuRpunkte des
Lichtbogens gerichtet sind, konnte der flichige Auftrag des Pulvers so gestaltet
werden, dal ein besonders gleichmaRiges, groRfidchiges und gut
aufgeschmolzenes Auftragsbild erhalten wird, das vor allem zur Auftragung auf
groBflachigen Grundkdrpern geeignet ist. Ein weiterer Effekt, der sich positiv bei
der Beschichtung bemerkbar macht, wurde dadurch erreicht, daR die elektrische
Leistung zur Erzeugung des Gasstrahls bei einer besonders guten
Aufschmelzung des Pulvers im Vergleich zu den instationéren
Kurzlichtbogenplasmaspritzgerdten wesentlich herabgesetzt werden konnte. Die
mit diesem Effekt verbundene geringere Warmeeinbringung in den
Foliengrundkérper macht sich generell positiv in Form geringerer notwendiger
Kuhlleistung bemerkbar, so daB sich besonders Foliengrundkérper, die sich im

Geflige bei Temperaturbelastung verdndern oder besonders
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temperaturempfindliche Foliengrundkérper wie Kunststoffolien und
Verbundkérper wie papierhaltige Grundkdrper, Metallkunststoff- oder aus hoch-
und niederschmelzendem Metall wie z.B. Stahl mit Zinn oder wie
Verbundwerkstoffe mit Bestandteilen von sehr unterschiedlichen Eigenschaften
vorteilhaft beschichtet werden. Weitere Vorteile bei dieser Art der Betriebsweise
" konnten dadurch erreicht werden, daR die Emission durch Larmbelastung
besonders gesenkt wird, z.B. auf 82 dB(A) bei einem einzelnen
Plasmaspritzgerat, mit der Folge, daR bei der Verwendung von mehreren solcher
Plasmaspritzgerate die LirmddmmaRnahmen so reduziert werden konnen, dal®
es moglich wird, die Grundkérper kontinuierlich durch Offnungen in der
Schallschutzkabine zuzufiihren. Ferner ist es durch die geringere L&rmemission
méglich, kurzzeitige WartungsmaBnahmen durch Personal in der
Schallschutzkabine gefahrlos vorzunehmen, ohne den Betrieb der
Plasmaspritzgerdte und der (brigen Anlage zu unterbrechen mit der Folge von

An- und Abfahrveriusten.

Beispiele:
Beispiel 1

Ein matt gewalztes, von Walzschmiermittein befreites Aluminiumfolienband mit
einer Dicke von 300 ym und einer Breite von 1200 mm, Wandstarke Nr. 30205,
mit einer Rauheit gemessen als Mittenrauhwert R, nach DIN 4768 von 0,2 bis
0,45 ym, bezogen auf Mittelwerte von jeweils 10 Messungen, wurde in einem
ersten Arbeitsschritt einem Sandstrahlproze® zur Mikroaufrauhung nach dem
Druckstrahlverfahren unterzogen. Als Strahimittel wurde ein geschmolzenes und
gebrochenes scharfkantiges Aluminiumoxidpulver verwendet mit einem Al,05-
Gehalt von 99 Gew.-%, das eine Korngrée von 12 bis 40 ym mit einem Uber-
bzw. Unterkornanteil von ca. 5 % hatte, gemessen nach der Methode der

Laserlichtbeugung von Microtrac. Das Strahimittel wurde mit einer
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mechanischen Dosiervorrichtung gleichférmig in Mengen von 550 g je m?
Aluminiumfolienband aufgegeben und mit Druckluft von 0,6 bar beschleunigt.
Das Strahimittel konnte nach einem Sichtungsvorgang, in dem die Kérnung < 3
um entfernt wurde, wiederverwendet werden. Durch den SandstrahiprozefR
entstand eine feinkérnige Oberfliche, deren Topographie nach DIN 4761
"Oberflachenatlas”, Seite 143, "Stein", zu definieren war. Die Oberflache hatte
eine Rauheit gemessen als Mittenrauhwert R, nach DIN 4768 von 0,8 bis 1,2

Kum, bezogen auf Mittelwerte (iber jeweils zehn MeRwerte.

Nach dem Mikroaufrauhen wurde die Oberfliche durch Absaugen des lose
anhaftenden Staubes gereinigt. Das gereinigte Folienband wurde dann in einem
nachsten Verfahrensschritt durch Erhitzen des Spritzpulvers in einem heiRen
Plasmastrahl und durch Aufspritzen auf die mikrogerauhte Oberfliche mit einer
Plasmaspritzschicht Uberzogen. Bei diesem Verfahrensschritt wurde das
Folienband durch zwei Behandiungswalzen, die elektrisch angetrieben waren,
mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit von 50 m/min unter den heiRen
Gasstrahlen hindurchbewegt. Die Behandlungswalzen wurden mit Wasser von
einer Temperatur von etwa 15 °C mit einer Geschwindigkeit von etwa 2 m/s
durchstrémt. Das Folienband wurde durch drei weitere Walzen so gefluhrt, dafl
das Folienband auf einer Lange von etwa 0,3 m mit einer Kraft von 10 N an den

Behandiungswalzen anlag.

Der Austritt der heiRen Gase aus 40 Plasmaspritzgerdten war parallel zur
Mittelachse der Behandlungswalzen angeordnet. Die Plasmaspritzgerdte hatten
einen Abstand Gasaustritt - Folienoberfliche von 70 mm und waren in
Absténden von 30 mm gleichmaRig Uber den zwei Behandlungsrollen verteilt.
Im folgenden werden die fiir jedes einzelne Plasmaspritzgerat identischen
Bedingungen beschrieben. Der einzelne heiRe Gasstrahl wurde in einem Kanal
von 40 mm Lénge, gemessen als Abstand Kathodenende - Anodenende, und
einem Durchmesser von 10 mm erzeugt. Die elektrische Leistung von 16 kW

Gleichstrom wurde Gber drei ringférmig angeordnete Kathoden von 3 mm
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Durchmesser und dem Anodenring appliziert. Es entstanden drei Lichtbégen mit
dezenten FuBBpunkten, die sich nahezu nicht einbrennen und in der
Lichtbogenlange stationdr waren. Der Nachweis der stationdren FuBpunkte
wurde Uber die Messung der tatsachlichen Lichtbogenspannung erbracht und
betrug nahezu konstant 57 Volt. Das zu erhitzende Plasmagas bestand aus
einer Mischung aus 58 Volumenanteilen Argon und 42 Volumenanteilen Helium.
Das in den ringférmigen Anodenring in der Achse der Anordnung der Kathoden
in einem Winkel von 90 ° durch drei Bohrungen injizierte Pulver hatte eine
KorngréBe Dgy von 7 ym, gemessen als Medianwert nach der Methode
Laserlichtbeugung "Microtrac”. Das Aluminiumoxidpulver hatte einen Al,O5-
Gehalt von 99,5 % und lag in geschmolzener und gebrochener blockiger Form
(entsprechend DIN 32529/4-91, Bild A1) vor. Die Pulverféordermenge betrug 6
g/min und wurde gleichmaRig mit einer Toleranz von + 5 % durch einen
mechanisch angetriebenen Pulverdosierer vorgegeben, mit einem Tragergas von
5 | Argon beschleunigt und durch einen Pulverteiler in drei gleichgrofde

Teilstrome aufgeteilt.

Der heille, das geschmolzene Pulver transportierende Gasstrahl erzeugte auf
dem GrundkoOrper eine Temperatur von weniger als 160 °C, gemessen mit
Temperaturmefistreifen, die auf die Ruckseite des Folienbandes geklebt waren.
Die Zugfestigkeit des Aluminiumfolienbandes von 160 MPa/mm? wurde durch

den WarmeeinfluR nicht negativ beeinfluf3t.

Die durch den Gasstrahl erzeugte Larmemission betrug 85 dB (A) pro Gasstrahl.
40 Plasmaspritzgerate verursachten eine Larmemission von 101 dB (A),
gemessen in der die Plasmaspritzvorrichtung umhullenden Larmschutzkabine.
Ein Betreten der Larmschutzkabine zu kurzzeitigen Wartungsarbeiten war mit
einem Gehdrschutz nach DIN 32.760 moglich. Auf3erhalb der
Larmschutzkabine, die aus einem Gehause mit einer Wandung aus einer 100
mm dicken Mineralfaserschicht bestand, wurde gemaf}

Unfallverhitungsvorschrift Larm nach DIN 45630 und DIN 45635 ein Ld&rmpege!
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von 80 dB (A) ermittelt.

Die in diesem Versuch erzeugte Schicht hatte ein Gewicht von 2 g/mz,
bestimmt nach der Methode der "Differenzwagung”. Die Schicht bestand aus
ndherungsweise fladenférmigen, 2.T. zerkliifteten Gebilden von vorwiegend 80
bis 700 ymz Grundflache, die flachenférmig aneinander und teilweise oder auch
weitgehend Ubereinander gelegt eine in etwa gleichmaflige Belegung mit einer
Schichtdicke von vorwiegend 0,3 bis 1 ym ergaben. Auf den flachenformigen
Gebilden befanden sich fest anhaftende runde oder gerundete Partikel von 0,5
bis 2 yum Durchmesser in gleichmafiger statistischer Verteilung. Die
Oberflachenanalyse wurde in einem Rasterelektronenmikroskop vorgenommen.
Die Schichtdichte wurde durch die Methode des Aufbringens einer sauren
Kupfersulfatiosung und des Abscheidens von Kupfer bestimmt. Nach einer
Einwirkungszeit von 2 bis 3 Minuten war an der Oberflache ohne optische
Hilfsmittel eine erste kupferfarbene Verférbung zu erkennen als Anzeichen fir
das Auftreffen der Losung auf den Grundkdrper. Eine weiteres Qualitdtsmerkmal
wurde durch die Bestimmung der Rauhtiefe R, nach DIN 4768 erzielt. Die an
jeweils 10 Stellen gemessene und daraus gemittelte Rauhtiefe R, betrug etwa 5
bis 6 um. Die Haftfestigkeit der Schicht wurde durch ein Klebeband, das fest
auf die Schicht angedrickt wurde und dann senkrecht zur Oberflache ruckartig
entfernt wurde, bestimmt. An der Klebeoberfldche befanden sich keine
abgeldsten Schichten. Durch ein Biegen eines 30 mm breiten Streifens um 90 °
mit einem Radius in der GréRenordnung von 1 mm konnte die Schicht nicht
durch Ausbrliche oder flachige Ablosung von der verbleibenden Fléche entfernt

werden.

Das nach Beispiel 1 gefertigte Folienband wurde entsprechend den nachfolgend
beschriebenen Beispielen 2 bis 5 in zusatzliichen Verfahrensschritten

weiterbehandelt.

Beispiel 2
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Der mit Aluminiumoxid beschichtete Aluminiumké&rper wurde im folgenden
Verfahrensschritt durch ein Tauchbad mit Polyvinylphosphorséure gefuhrt.

AnschlieRend wurde der Uberschiissige Flissiganteil durch Quetschwaizen

entfernt.

In einem weiteren Verfahrensschritt wurde auf die so vorbehandelte Folie durch
einen GieRantrag eine positive Diazokopierschicht aufgetragen. Die
Diazokopierschicht hatte folgende Zusammensetzung: 5 Gew.-% Kresol-
Formaldehyd-Novolakharz mit einer Hydroxyizahl von 420 nach DIN 53783 und
DIN 53240 (entsprechend einem Hydroxylgruppengehalt von 7,5 mmol/g und
einem mittleren Molekulargewicht M, von 10.000 (bestimmt durch
Gelpermeationschromatographie GPC mit einem Polystyrol-Standard), 1,2 Gew.-
% Veresterungsprodukt aus 3 mol 1,2 Naphthochinon-2-diazid-5-sulfonylchlorid
und 1 mol 2,3,4-Trihydroxybenzophenon, 0,15 Gew.-% 1,2-Naphthochinon-2-
diazid-4-sulfonylchlorid, 0,1 Gew.-% Viktoriareinblau (C.1. 44045), 93,55 Gew.-
% Gemisch aus Butanon und Propylenglykolmonomethylether (40/60). Die
aufgebrachte Kopierschicht wurde in einem Durchilaufumlufttrockner bei 125 °C

getrocknet. Die getrocknete Kopierschicht hatte ein Gewicht von 2,4 g/mz.

Das bandférmige Material wurde auf eine GréRe von 750 x 550 mm
zugeschnitten. Die Platten fanden Verwendung als Offsetdruckplatten. Zur
Erzeugung eines Druckmusters wurden die Platten mit einer positiven
Testvorlage in einem Vakuum-Kontaktkopierranmen durch Evakuieren
kontaktiert und mit einer 5-kW-Metallhalogenid-dotierten
Quecksilberdampflampe im Abstand von 110 cm auf UGRA-K 4 belichtet.
Entwickelt wurde in einem Tauchbadentwicklungsgerét mit Bursten bei einer
Verarbeitungsgeschwindigkeit von 0,8 m/min in einem Entwickiungsbad aus
0,45 mol/l Na,SiO,, 10,00 g/! Benzoesdure und 1,00 g/l Nonylphenolethoxylat

mit einem HLB-Wert von 13.

Die so ermittelten kopiertechnischen Eigenschaften steliten sich wie folgt dar:
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Im FOGRA-UGRA-Offset-Testkeil 1982 wurde bei der offenen
Stufenkeilwiedergabe die Stufe 4 erreicht. Die Kreislinienwiedergabe im

gedeckten Zustand erfolgte bei 10 ym und im offenen Zustand bereits bei 8 ym.

Die so erhaltenen Druckmuster fanden Verwendung als Druckplatten in einer
Offsetdruckmaschine mit folgenden drucktechnischen Eigenschaften: Zwei
Ubliche Feuchtmittel aus 30 Vol.-% Isopropanol und 70 Vol.-% Wasser bzw. 30
Vol.-% Isopropanol, 1 Vol.-% Phosphorsaure und 69 Vol.-% Wasser zeigten
keinen Angriff. Es lag im Vergleich zu herkémmlichen Druckplatten kein
erhGhter Feuchtmittelbedarf vor. Nach einer Druckauflage von 300.000

Exemplaren ohne Qualitatsverlust wurde der Druckversuch abgebrochen.

Beispiel 3

Ein mit Aluminiumoxid beschichteter Aluminiumgrundkdérper mit einem
Schichtgewicht von 8 g Aluminiumoxid je m? Grundkorper wurde ebenfalls wie
im Beispiel 2 in einem Tauchbad behandelt. Danach wurden die Platten auf eine
Gr6Be von 750 x 550 mm zugeschnitten. Die Platten fanden Verwendung als
"Blinddruckplatte" in einer Offsetdruckmaschine. Erst nach einer Uberrollung

von 1 Million Umdrehungen war ein Abrieb festzustellen.

Beispiel 4

Das nach Beispiel 1 gefertigte Fclienband wurde, jedoch ohne den
Verfahrensschritt Tauchbadimpragnierung, durch einen Gieldantrag mit einer
negativen Diazokopierschicht versehen. Diese Diazokopierschicht hatte folgende
Zusammensetzung: 1,70 Gew.-% des Umsetzungsproduktes eines
Polyvinylbutyrals mit einem Molekulargewicht von 70.000 bis 80.000, das 71
Gew.-% Vinylbutyral, 2 Gew.-% Vinylacetat und 27 Gew.-% Vinyl-
Alkoholeinheiten enthélt, mit Propenylsulfonylisocyanat, 0,60 Gew.-% eines

Diazoniumsalz-Polykondensationsproduktes aus 1 mol 3-Methoxy-diphenylamin-
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4-diazoniumsulfat und 1 mol 4,4-Bis-methoxymethyl-diphenylether, ausgefallt
als Mesitylensulfonat, 0,09 Gew.-% Viktoriareinblau FGA (C.1. Basic Blue 81)
und 0,07 Gew.-% 85prozentiger Phosphorséaure und 60 Gew.-% 2-
Methoxyethano! und 20 Gew.-% Butylacetat.

Die aufgebrachte Kopierschicht wurde in einem Durchlaufumiufttrockner bei
einer Durchlaufzeit von 1 min bei 125 °C getrocknet. Das Schichtgewicht
betrug als Trockenmasse 1 g/mz. Der bandférmige Grundkérper wurde ebenfalls
auf eine GréRe von 750 x 550 mm zugeschnitten. Die Piatten fanden ebenfalls
Verwendung als Offsetdruckplatten. Die Platten wurden, wie unter Beispiel 2
beschrieben, belichtet und entwickelt; es wurde jedoch von einer negativen
Testvorlage ausgegangen und ein anderes Entwicklungsbad verwendet, das
folgende Zusammensetzung aufwies: 4 Gew.-% Pelargonséure Na-Salz, 1
Gew.-% Ethylendiamintetramethylenphosphonat Na-Salz, 1 Gew.-%

Phenoxethanol, 2 Gew.-% Kaliumsilikat und 93 Gew.-% Wasser.

Die kopiertechnischen Eigenschaften und die drucktechnischen Eigenschaften

waren vergleichbar mit denen des Beispiels 2.
Beispiel 5

Ein gemaR Beispiel 1 beschichteter Aluminiumkérper wurde mit einem
Schichtgewicht von 20 g Aluminiumoxid je m? Grundkorper versehen. Um
dieses Schichtgewicht zu erreichen, wurde die Pulverférdermenge auf 30 g/min

erhoht und die Bandgeschwindigkeit auf 10 m/min reduziert.

Der so mit Aluminiumoxid beschichtete Grundkérper fand als leicht
wechselbarer VerschleiRbelag auf einer Papierleitwalze aus Aluminium
Verwendung. Die Papierleitwalze war so gestaltet, da® die Folie um die Walze
gelegt wurde und mit Klemmvorrichtungen &hnlich wie bei einem Druckzylinder

fest um den Walzenkérper angelegt war. Es war mdglich, den VerschleilRbelag
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ohne Ausbau der Walze zu erneuern. Ferner konnten die angelegten Platten mit
einem PTFE-haltigen Harz (iberzogen werden zum Zwecke einer besseren

Reinigung und einer Erhéhung der Gleitfahigkeit.

Vergleichsbeispiel 6

Ein Aluminiumfolienband wurde wie in Beispiel 1 ausgefiihrt mit einer Dicke von
300 ym und einer Breite von 500 mm Uber eine nicht von FlieRmedien
durchstrémte Behandlungswalze aus Stahl mit einer Geschwindigkeit von 50
m/min unter den Gasstrahlen von finf Einkathodenkurzlichtplasmaspritzgeréten
mit instationdrem Brennverhalten vom Typ F4 nach dem Stand der Technik des
Herstellers Plasmatechnik AG/Sulzer Metco AG, Wohlen, Schweiz,
hindurchbewegt. Der Abstand Gasaustritt - Folienoberfldche betrug 70 mm. Die
Plasmaspritzgerédte waren in einem Abstand von 20 mm parallel zur Mittelachse
der Behandlungswalze angeordnet, so daR ein Bereich von 100 mm beschichtet
wurde. Der heiRe Gasstrahl wurde in einem Kanal von 7 mm Durchmesser mit
einer elektrischen Leistung von 43 kW erzeugt. Die tatsachlichie
Lichtbogenspannung des instationédren Lichtbogens betrug im Maximum 72 V
und im Minimum 40 V und bewegte sich in einer Frequenz von etwa 2000 Hz.
Das zu erhitzende Plasmagas bestand aus einer Mischung von 23 Vol.-%
Wasserstoff und 77 Vol.-% Argon. Das in einem Abstand von 5 mm vor der
Anode Uber einen Kanal von 1,8 mm Durchmesser in einer Menge von 6 g/min
injizierte Aluminiumoxidpulver mit einem Al,05-Gehalt von 99,5 % hatte eine
Korngr6Re von < 15 ym, gemessen nach der Methode des "Coulter Counter".

Es wurde mit einem mechanischen Pulverdosierer aufgegeben.

Der heiRe Gasstrahl mit dem geschmolzenen Pulver erzeugte auf dem
Grundkérper eine Temperatur von mehr als 300 °C. Diese Temperatur wurde
mit auf der Rickseite des Grundkorpers aufgekiebten TemperaturmeRstreifen
bestimmt, obwohl! die Behandlungsrolle unmittelbar hinter den

Plasmaspritzgeradten mit Druckliuft gekihlt wurde. Die Zugfestigkeit des
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Aluminiumfolienbandes sank jedoch deswegen von 160 MPa/mm? auf 120

MPa/mm?.

Die durch den Gasstrahl erzeugte Larmemission betrug 120 dB (A) je Gasstrahl,
so daR bei funf Plasmaspritzgerdten bereits eine Ldrmemission von 127 dB (A),

also etwa das Dreifache des einzelnen Plasmaspritzgerétes, erreicht wurde.

Die nach diesem Vergleichsbeispiel erzeugte Schicht hatte ein Gewicht von 3
g/mz, bestimmt nach der Methode der "Differenzwagung”. Die Schichtdichte
wurde nach der gleichen Methode wie in Beispiel 1 bestimmt und ergab eine
Einwirkungszeit von zwei Minuten. Die ebenfalls an zehn Stellen gemessene und
gemittelte Rauhtiefe R, betrug 7 bis 8,5 ym. Die Haftfestigkeit war identisch mit

der in Beispiel 1.

Die so beschichteten Grundkdrper wurden gemaf Beispiel 2 mit einer
Kopierschicht Uberzogen, belichtet und zu einer Druckplatte entwickelt. Die
erhaltene Druckplatte hatte in den kopiertechnischen Eigenschaften eine im
Vergleich zu Beispiel 2 verminderte Qualitat. Die Kreislinienwiedergabe im

gedeckten Zustand erfolgte bei 20 ym und im offenen Zustand bei 15 ym.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers mit einer plasmagespritzten
Schicht mittels eines im Plasma aufgeschmolzenen Spritzpulvers, dadurch
gekennzeichnet, daR das Spritzpulver Uber Pulverzufihrungen im Bereich der
Neutrode/Neutroden, im Bereich der Anode/Anoden oder dazwischen in einen
Kanal eines Plasmaspritzgeréts eingebracht wird, daR mindestens ein
Lichtbogen eine Ldnge von mindestens 20 mm mindestens zeitweilig aufweist
und dal der Grundkérper ein sogenanntes Endlosband ist oder ein grof¥fidchiges

Format von mindestens 0,005 mZ.

2. Verfahren zum Beschichten eines Grundkorpers nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daf auf dem Grundkdrper eine Schicht aus nadherungsweise
fladenférmigen Gebilden aufgebracht wird, die einen Anteil an vorwiegend

kleinen, annahernd kugelférmigen Gebilden tragt.

3. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dal® der Anteil an vorwiegend kleinen, anndhernd
kugelférmigen Gebilden an der Gesamtzah! der aufgebrachten einzelnen Gebilde
mindestens 5 % betrdgt, vorzugsweise mindestens 10 %, besonders bevorzugt

30 %, ganz besonders bevorzugt mindestens 50 %.

4. Verfahren zum Beschichten eines Grundkérpers, dadurch gekennzeichnet,
daB eine Larmschutzkabine mit mindestens einem AuslaR fiir den beschichteten
Grundkérper eingesetzt wird und daR der aus der Larmschutzkabine im
kontinuierlichen Betrieb des Beschichtens groRformatiger Grundkorper

dringende L&rm nicht mehr als 110 dB (A) betragt.

5. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daf3 der aus der Lédrmschutzkabine dringende L&rm nicht mehr

als 95 dB (A), besonders bevorzugt nicht mehr als 85 dB (A) betragt.
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6. Verfahren zum Beschichten eines Grundkérpers nach einem der Anspriche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daR der Grundkdrper vorzugsweise ein
sogenanntes Endlosband ist oder ein groRfldchiges Format von mindestens 0.01

m?2, besonders bevorzugt von mindestens 0,05 m? GroRe.

7. Verfahren zum Beschichten eines Grundkérpers nach einem der Anspriche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daR der Grundkdrper eine Breite von
mindestens 20 mm, vorzugsweise von mindestens 120 mm, besonders

bevorzugt von mindestens 250 mm aufweist.

8. Verfahren zum Beschichten eines Grundk6rpers nach einem der Anspriche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, da® der Grundkdérper eine Dicke von bis zu 3
mm aufweist, vorzugsweise von 0,1 bis 0,6 mm, besonders bevorzugt von

0,12 bis 0,35 mm.

9. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers nach einem der Anspriche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dafk der Grundkdrper aus einem Metall oder
einer Legierung, einem Kunststoff, einem Filler-haltigen Kunststoff, einem
Papier-haltigen Material, einem Verbundwerkstoff oder einem Verbundkdrper

besteht.

10. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, daR der Grundkdrper aus Aluminium, einer Aluminiumlegierung,
einer kaschierten Aluminiumfolie oder einer Kunststoffolie, insbesonderz aus

Polyester, besteht.
11. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers nach einem der Anspruche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dal der Grundkorper vor dem

Plasmabeschichten mit einem Haftvermittler beschichtet wird.

12. Verfahren zum Beschichten eines Grundkorpers nach einem der Anspriche
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1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daR der Grundkérper durch ein
mechanisches Verfahren wie z.B. einen Walz- oder Prédgevorgang, durch
physikalische Verfahren wie 2.B. Koronaentladungen, Kondensatorentladungen
oder Lichtbogenibertragungen oder durch Druckstrahlen, Sandstrahlen oder
Blrsten oder durch chemische Verfahren oder durch Aufbringen eines

Haftvermittlers mikroaufgerauht wird.

13. Verfahren zum Beschichten eines Grundkorpers nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, daB der Grundkérper durch Schleuderradstrahlen

mikroaufgerauht wird.

14. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers nach Anspruch 12 oder
13, dadurch gekennzeichnet, dalk der Grundkérper durch eine Kombination

mehrerer Aufrauhverfahren mikroaufgerauht wird.

15. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers nach einem der Anspriche
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daf} der Grundkérper zum
Plasmabeschichten eine mikroaufgerauhte Oberflache aufweist, bei der der
Mittenrauhwert R, als Mittelwert aus zehn Einzelmessungen < 4 ym,

vorzugsweise 0,2 bis 2 ym, insbesondere 0,3 bis 1,2 um betragt.

16. Verfahren zum Beschichten eines Grundkérpers nach einem der Anspriiche
1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daR der Grundkérper in einer

Larmschutzkabine geflihrt wird.

17. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdérpers nach einem der Anspriiche
1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daR der Grundkérper durch einen Schlitz in

eine Larmschutzkabine eingebracht wird.

18. Verfahren zum Beschichten eines Grundkoérpers nach einem der Anspriiche

1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daf der Grundkdrper im Inneren der
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Larmschutzkabine tiber mehrere Walzen gefihrt wird.

19. Verfahren zum Beschichten eines Grundkorpers nach einem der Anspriche
1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, da® der Grundkdrper dber mit einem

FlieRmedium gekihlte Walzen gefiihrt wird.

20. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdérpers nach einem der Anspruche
1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daR der Grundkdrper unter mindestens einer

regelmdRigen Anordnung von Plasmaspritzgeraten beschichtet wird.

21. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers nach einem der Anspriche
1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dal der Grundkaorper bei einem stationaren
oder nahezu stationaren Brennverhaiten des Plasmaspritzgerates beschichtet

wird.

22. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers nach einem der Anspruche
1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daB der Grundkorper bei einem instationaren

Brennverhalten des Plasmaspritzgerates beschichtet wird.

23. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers nach einem der Anspriche
1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daR der Grundkorper mit einem oxidischen,
silicatischen, boridischen oder nitridischen Material oder einem Gemisch dieser

Materialien beschichtet wird.

24. Verfahren zum Beschichten eines Grundkérpers nach einem der Anspriche
1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daf der Grundkdrper mit einem Material
reich an einem Oxid, Silicat, Titanat, Borid, Carbid, Nitrid, Metall,Metall-
Legierung oder/und anorganischem Pigment, insbesondere an Aluminiumoxid,
Spinell, Titanborid, Aluminium, Nickel, Kupfer, Nickel-haltiger Legierung oder

Kupfer-haltiger Legierung beschichtet wird.



WO 96/29443 PCT/EP96/01118

40

25. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers nach einem der Anspriiche
1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daR der beschichtete Grundkérper im

Gasstrahl gek(ihlt wird.

26. Verfahren zum Beschichten eines Grundkérpers nach einem der Anspriche
1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daf der Grundkérper vor dem

Plasmabeschichten mechanisch in mindestens einer Richtung gedehnt wird.

27. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdrpers nach einem der Anspriche
1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daR der beschichtete Grundkérper durch

einen Schlitz aus der Larmschutzkabine geleitet wird.

28. Verfahren zum Beschichten eines Grundkérpers nach einem der Anspriche
1 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daf der Grundkdrper von der

Plasmaspritzschicht weitgehend oder ganzlich entfernt wird.

29. Verfahren zum Beschichten eines Grundkorpers nach einem der Anspriiche
1 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daR der beschichtete Grundkérper oder eine
Plasmaspritzschicht, deren Grundkérper entfernt wurde, auf Format geschnitten

wird.

30. Verfahren zum Beschichten eines Grundkérpers nach einem der Anspriche
1 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daR der beschichtete Grundkdrper oder eine
Plasmaspritzschicht, deren Grundkérper entfernt wurde, durch Pragen, Stanzen,
Schneiden oder dhnliche Bearbeitungsverfahren auf ein individuelles Format

gebracht wird, mit anderen Elementen geflgt oder/und geformt wird.

31. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkorpers, die mehrere
Plasmaspritzgerdte und mindestens eine Larmschutzkabine enthalt, dadurch
gekennzeichnet, daR die Plasmaspritzgerate jeweils mindestens eine Neutrode

und mindestens eine Anode zur Erzeugung eines Lichtbogens von mindestens



WO 96/29443 PCT/EP96/01118
41

20 mm Lange und zur Erhitzung eines Spritzpulvers aufweisen, dald das
Spritzpulver im Bereich der Anode/Anoden oder/und im Bereich der
Neutrode/Neutroden oder/und dazwischen zugefiihrt wird und daf} die
Vorrichtung eine Einrichtung zum Mikroaufrauhen des Grundkoérpers enthélt, die
eine Einrichtung zur mechanischen, physikalischen oder strahlenden

Mikroaufrauhung ist.

32. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkorpers nach Anspruch 31,
dadurch gekennzeichnet, da sie mehrere Walzen zum Fuhren des Grundkorpers

enthalt.

33. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkorpers nach Anspruch 31 oder
32, dadurch gekennzeichnet, daR mindestens eine Walze durch ein FlieBmedium

gekuhlt wird.

34. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkérpers nach einem der
Anspriiche 31 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daf’ die Plasmaspritzgerdte in

einer regelmaRigen Anordnung positioniert sind.

35. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdrpers nach einem der
Anspriche 31 bis 34, dadurch gekennzeichnet, daR die Plasmaspritzgeradte uber
mindestens einer Walze oder mindestens einer anders geformten Flhrungshilfe

zum Fihren des Grundkorpers angeordnet sind.

36. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkorpers nach einem der
Anspriche 31 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dafs die Larmschutzkabine

mindestens einen EinlaR zum Einbringen eines Grundkorpers besitzt.

37. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkorpers nach einem der
Anspriiche 31 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dal3 die Larmschutzkabine

mindestens einen AuslaR zum Herausfiihren des plasmabeschichteten
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Grundkérpers oder einer Plasmaspritzschicht, deren Grundkdrper entfernt

wurde, besitzt.

38. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdrpers nach einem der
Anspriche 31 bis 37, dadurch gekennzeichnet, daR sie eine Einrichtung zum

Aufbringen eines Haftvermittlers enthilt.

39. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkérpers nach einem der
Anspriche 31 bis 38, dadurch gekennzeichnet, daR die Einrichtung zum
Mikroaufrauhen eine Druckstrahl-, Sandstrahl- oder

Schleuderradstrahleinrichtung ist.

40. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkérpers nach einem der
Anspriche 31 bis 39, dadurch gekennzeichnet, daR in der Einrichtung zum
Mikroaufrauhen des Grundkérpers mehrere Aufrauheinrichtungen miteinander

kombiniert sind.

41. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkérpers nach einem der
Anspriche 31 bis 40, dadurch gekennzeichnet, daR sie eine Einrichtung zum

Reinigen des Grundkérpers enthalt.

42. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdérpers nach einem der
Ansprliche 31 bis 41, dadurch gekennzeichnet, daR sie eine Einrichtung zum
Beschichten des plasmabeschichteten Grundkérpers mit einem Haftvermittler

enthalt.

43. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkérpers nach einem der
Anspriche 31 bis 42, dadurch gekennzeichnet, daR sie eine Einrichtung zum
Reinigen des plasmabeschichteten Grundkérpers oder einer Plasmaspritzschicht,

deren Grundkérper entfernt wurde, enthélt.
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44. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdrpers nach einem der
Anspriche 31 bis 43, dadurch gekennzeichnet, dal3 sie mindestens eine
Einrichtung zum Ablangen oder/und Formatieren des Grundkdérpers oder/und des

plasmabeschichteten Grundkdérpers besitzt.

45. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkérpers nach einem der
Anspriche 31 bis 44, dadurch gekennzeichnet, daR sie eine Einrichtung zum
mechanischen Beanspruchen des Grundkoérpers in mindestens einer Richtung-

vor den Plasmaspritzgeraten aufweist.

46. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkoérpers nach einem der
Anspruche 31 bis 45, dadurch gekennzeichnet, dal® die Einrichtung zum
mechanischen Beanspruchen des Grundkdrpers mindestens eine Heiz- oder/und

Kuhleinrichtung aufweist.

47. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdérpers nach einem der
Anspruche 31 bis 46, dadurch gekennzeichnet, dal® sie eine Einrichtung zum
Entfernen des Grundkdrpers von der plasmagespritzten Schicht aufweist,

insbesondere zum Abldsen, Abtragen oder/und zum Auflésen des Grundkdrpers.

48. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkorpers nach einem der
Anspriche 31 bis 47, dadurch gekennzeichnet, daf® sie mindestens eine
Einrichtung zum Konditionieren der beschichteten Grundkérper oder einer
Plasmaspritzschicht, deren Grundkdrper entfernt wurde, als Prage-, Stanz-,
Schneid- oder dhnliche Bearbeitungseinrichtung zur individuellen Formatierung,
als Fugeeinrichtung zum Fligen mit anderen Elementen oder/und eine

Formgebungseinrichtung enthalt.

49. Verwendung eines beschichteten GrundkOrpers oder einer
Plasmaspritzschicht ohne Grundkdrper hergestellt nach einem der Anspruche 1

bis 30 zur Herstellung von Druckplatten, Blinddruckplatten oder
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FeuchtmitteifGhrungen in der Drucktechnik.

50. Verwendung eines beschichteten Grundkérpers oder einer
Plasmaspritzschicht ohne Grundkdrper hergestellt nach einem der Anspriiche 1
bis 30 zur Herstellung von verschleiRfesten Lagen und Kérpern wie z.B. auf

Walzen aufspannbare Verschleil3platten.

51. Verwendung eines beschichteten Grundkdrpers oder einer
Plasmaspritzschicht ohne Grundkérper hergestellt nach einem der Anspriche 1
bis 30 zur Aufnahme von Lacken, Klebeschichten oder andersartigen

organischen Materialien oder Materialgemischen.

52. Verwendung eines beschichteten Grundkérpers oder einer
Plasmaspritzschicht ohne Grundkdrper hergestelit nach einem der Anspriche 1

bis 30 zur Aufbringung von Katalysatoren.

53. Verwendung eines beschichteten Grundkdérpers oder einer
Plasmaspritzschicht ohne Grundkdrper hergestellt nach einem der Anspriiche 1
bis 30 als Katalysator oder zur Herstellung von Katalysatoren oder/und von

Vorrichtungen zur Katalyse von chemischen Reaktionen.

54. Verwendung eines beschichteten Grundkérpers oder einer
Plasmaspritzschicht ohne Grundkdrper hergestellt nach einem der Anspriche 1

bis 30 zur Herstellung von aufklebbaren Folien.

55. Verwendung eines beschichteten Grundkdrpers oder einer
Plasmaspritzschicht ohne Grundkérper hergestellt nach einem der Anspriche 1

bis 30 zur Herstellung von Solarabsorbern in Solarkollektoren.

56. Verwendung eines beschichteten Grundkérpers oder einer

Plasmaspritzschicht ohne Grundkérper hergestellt nach einem der Anspriche 1
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bis 30 zur Beschichtung von Kohlenstoffkorpern.

57. Verwendung eines beschichteten Grundk6rpers oder einer
Plasmaspritzschicht ohne Grundkéorper hergestellt nach einem der Anspriche 1

bis 30 als VerschleiRschutzschicht oder als geschmierte Schutzschicht.

§8. Platte fur eine Druckmaschine, die einen Grundkorper und eine
plasmagespritzte Schicht enthalt, dadurch gekennzeichnet, daf’ die
plasmagespritzte Schicht aus ndherungsweise fladenfdrmigen Gebilden
aufgebaut wird, der vorwiegend kleinere, annahernd kugelférmige Gebilce

auflagern.

59. Platte nach Anspruch 58, dadurch gekennzeichnet, dal sie eine
Druckplatte, eine Blinddruckplatte, eine Platte fiir eine Papierleitwalze oder eine

Feuchtmittelfihrung ist.

60. Platte nach Anspruch 58 oder 59, dadurch gekennzeichnet, daR sie eine
Druckplatte ist, bei der im FOGRA-UGRA-Offset-Testkeil 1982 etwa die

Keilstufe 4 offen ist oder/und Linien von 12 oder 8 ym Starke erkennbar sind.
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